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内容概要

　　本教材试图从系统和应用的角度，从信息系统技术链的地位出发，简明介绍微系统封装相关技术
，为微电子专业、光电子专业等微系统技术相关专业学生和研究人员提供必要的基础知识。
本教材将以微电子封装和集成技术为重点，融合MEMS封装技术、射频系统封装技术、光电子封装技
术，从四个层面进行介绍：　①�微系统封装设计基础技术，包括：电设计、热设计、机械设计、微流
体设计和复合场设计等；　②�微系统封装基础制造技术，包括：厚薄膜精细加工技术、基板技术和互
联技术等　③�元器件级封装集成基础，包括：包封技术、芯片级封装技术、器件级封装技术等　④�板
级组装封装技术，包括基板技术、模件构建技术等　⑤�系统封装集成技术基础，包括： SoC、SiP技术
，MEMS封装技术、RF 封装技术、光电子封装技术等先进微系统封装技术等
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编辑推荐

　　本书以微电子封装和集成技术为重点，融合了MEMS封装技术、射频系统封装技术、光电子封装
技术，介绍了微系统封装设计基础技术、厚薄膜精细加工技术、基板技术和互连技术、元器件级封装
集成技术、模件组装和系统级封装技术等相关内容。
　　本书可作为微电子、光电子、MEMS等专业的教材，也可作为广大信息技术领域的从业人员了解
微系统技术基础知识和最新发展技术的参考书。
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